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产品详情

半导体展览会 | 2024中国（深圳）半导体展会 | 深圳半导体产业展

时 间：2024年6月26-28日

地 点：深圳国际会展中心(新馆)

组织机构：中国通信工业协会、深圳市半导体行业协会、广东省集成电路行业协会、广州市半导体行业
协会、江苏省半导体行业协会、浙江省半导体行业协会、成都市集成电路行业协会

组展单位：深圳市中新材会展有限公司

SEMI-e以“芯机会?智未来”为主题，汇聚众多和学者，进一步加强全球集成电路产业的交流与合作，围
绕中国国际集成电路产业与应用，立足深圳、辐射全国， 旨在集中展示集成电路产业发展成果，加快高
端芯片设计、关键器件、核心装备材料、 EDA 设计工具等产业链关键环节攻关突破，加强珠三角产
业链协作，逐步形成综合性集成电路产业集群，打造华南集成电路产业交流与贸易平台，推动华南集成
电路产业集聚区更快更好发展。本届展会顺应产业发展趋势，服务于十几个新兴行业应用。

中国市场的半导体销售占了全球的 1/3，是份额大的，相当于美国、欧盟及日本的总和，不过这主要是因
为中国是全球制造的中心，尤其是电脑、手机产量，消耗了多的芯片。随着人工智能的快速发展，以及
5G、物联网、节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业的推动下，半导体的需求持续增加。预计 2021
年中国半导体市场需求规模将进一步扩大，市场需求规模有望达到 19850
亿元。为更推动半导体业界交流互动，tisheng半导体行业国际化水平，“2024
中国（深圳）国际半导体展览会”将于 2024年6月26-28日在深圳国际会展中心隆重召开。分为展览会、
高峰论坛和学术会议三大板块，是半导体行业的年度盛会，也是半导体行业和相关产业交流合作的综合
性展示平台。

https://www.andexpo.com/organizer_detail-2525.html


展出范围：

1、半导体设计、封测、制造产厂商。

2、原材料：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、光掩膜版、电子气体及特种化学气体、CMP抛光材料、光阻材
料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料；

3、生产设备：单晶炉、氧化炉、扩散设备、离子注入设备、PVD、CVD 、光刻机 、 蚀刻机
、抛光机、倒角机、涂胶/显影机、前道测试设备、湿制程设备、热加工、涂布设备
、单晶片、沉积系统、清洗设备；

4、封装工艺及设备：减薄机、划片机、贴片机
焊线机、塑封机、打弯设备、分选机、测试机、机器人自动化、机器视觉、其他材料和电子专用设备等

5、测试与封装配套产品：探针卡、引线键合、烧焊测试、自动化测试、激光切割及其它、研磨液，划片
液、封片膜(胶)高温胶带、层压基板、贴片胶、上料板，焊线、liuliang控制、石英石墨、碳化硅等；

6、IC 产品与应用技术、IC 测试方法与测试仪器、IC 设计与设计工具、IC 制造与封装；

7、电子气体：集成电路、平面显示器件及其它电子产品生产的特种气体企业；

8、半导体分立器件产品、半导体光电器件、集成电路终端产品；

本届展会是顺应产业发展的趋势，服务于十几个新兴行业应用，将邀请请AI、自动驾驶、物联网、5G通
信、智能终端、智能传感等数十个新兴应用领域芯片半导体企业展示新的解决方式，推动半导体产业与
新兴应用市场有效结合，邀请终端大企业用户参观交流，引领设计、制造、封测、材料和设备厂商开展
合作与对话，打造热门细分市场和新兴应用终端客户以及半导体产业链紧密合作交流的平台，了解展会
详情介绍及新展位图烦请垂询
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